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内容概要

本书是第一部系统论述柔性电子器件及其制造的书籍，旨在对柔性电子领域进行全面的论述。主要内
容来源于课题组多年来的研究积累，以及国内外的最新研究进展。系统全面地论述柔性电子器件及其
制造的研究进展，集中反应近年来在柔性电子制造中的电子材料、器件与结构表征、制造工艺等方面
的最新成果，为柔性电子规模化制造提供理论基础和技术支持。本书立足于学科发展前沿，内容总结
自近年来承担国家级项目所作出的研究成果，注重理论向实际的转化，重点突出柔性电子制造中的关
键材料、工艺与装备，对这一新领域起到指引的作用，对电子制造与微纳制造相关的科研和技术人员
具有重要参考意义。本书读者对象除了针对研究柔性电子材料与制造的学者外，还包括电子材料与电
子制造领域的学者；柔性电子相关应用领域的学者，如能源、生物和信息等领域的学者；高年级本科
生和研究生的教学参考书。
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